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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、当該基板の上に設けられた絶縁層と、当該絶縁層の上に設けられた第１電極と
、当該第１電極上に設けられた機能層と、前記機能層を介して前記第１電極に対向して設
けられた第２電極と、を含み、
　前記機能層における前記第１電極と前記第２電極で挟まれた領域は、
　中央部と当該中央部の外側にある周辺部とを有し、
　前記機能層の中央部は、前記第１電極と前記第２電極との間に電圧を印加するときに発
光する膜厚で平坦に形成され、
　前記機能層において、前記第１電極と前記第２電極との間に電圧印加する際の発光強度
が前記中央部における発光強度の１／２となる膜厚をＤとするとき、
　前記周辺部では、
　前記機能層の膜厚が、前記中央部側から外方に向かってＤになるまで増加し、
　前記機能層の膜厚がＤになる箇所よりも外側では、前記第１電極と前記機能層とが重な
る領域の縁端に到るまで前記機能層の膜厚が常にＤ以上であり、
　前記絶縁層には、前記周辺部が存在する領域に、前記基板に対して傾斜する傾斜面が形
成され、
　前記第１電極は、前記傾斜面上に沿って設けられた電極傾斜部分を有する、
　発光素子。
【請求項２】
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　前記周辺部では、
　前記中央部側から外方に向かって、前記機能層の膜厚が単調増加している、
　請求項１記載の発光素子。
【請求項３】
　前記中央部における前記機能層の膜厚は、
　前記Ｄよりも常に小さい、
　請求項１又は２に記載の発光素子。
【請求項４】
　基板と、当該基板の上に設けられた絶縁層と、当該絶縁層の表面に沿って一方向に列設
された複数の第１電極と、前記列設された複数の第１電極の両側に沿って設けられた一対
のライン隔壁と、
　前記１対のライン隔壁間において前記複数の第１電極上に設けられた機能層と、前記機
能層を介して前記複数の第１電極に対向して設けられた第２電極と、を含み、
　前記機能層における前記各第１電極と第２電極で挟まれた各領域は、
　前記一方向における中央部と当該中央部の両外側にある周辺部とを有し、
　前記機能層の中央部は、前記第１電極と前記第２電極との間に電圧を印加するときに発
光する膜厚で平坦に形成され、
　前記機能層において、前記第１電極と前記第２電極との間に電圧印加する際の発光強度
が前記中央部における発光強度の１／２となる膜厚をＤとするとき、
　前記周辺部では、
　前記機能層の膜厚が、前記中央部側から外方に向かってＤになるまで増加し、
　膜厚がＤになる箇所よりも外側では、前記第１電極と前記機能層とが重なる領域の縁端
に到るまで前記機能層の膜厚は常にＤ以上であり、
　前記絶縁層には、前記周辺部が存在する領域に、前記基板に対して傾斜する傾斜面が形
成され、
　前記第１電極は、前記傾斜面上に沿って設けられた電極傾斜部分を有する、
　発光パネル。
【請求項５】
　前記絶縁層には、各第１電極とＴＦＴとを接続するための窪みであるコンタクトホール
が形成され、
　前記コンタクトホールはその側壁面がテーパ状に傾斜し、
　前記各第１電極は、両縁端の各々が対応するコンタクトホールの前記側壁面の上に存在
している、
　請求項４記載の発光パネル。
【請求項６】
　前記コンタクトホールには、
　前記ライン隔壁を形成する材料と同じ材料が埋め込まれている、
　請求項５記載の発光パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ発光素子はじめとする発光素子及び発光パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光型のディスプレイとして、基板上に有機ＥＬ素子を行列方向に複数配列した
有機ＥＬ発光パネルが実用化されている。
　有機ＥＬ発光パネルは、基板の上に駆動回路（例えば、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔ
ｒａｎｓｉｓｔｏｒ）素子を含む）が設けられ、その駆動回路の上に絶縁層が設けられ、
さらに複数の有機ＥＬ素子が配列されてなる構成が知られている。各有機ＥＬ素子は、絶
縁層の上に第１電極（例えば陽極）、第１電極の上に有機発光材料からなる発光層を含む
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機能層が設けられ、その機能層を鋏んで第２電極（例えば陰極）が設けられた基本構造を
有している。
【０００３】
　機能層には、発光層に加えて、必要に応じて、ホール（正孔）注入層、ホール（正孔）
輸送層、電子注入層、電子輸送層が積層される。
　有機ＥＬ素子は、駆動時には、第１電極と第２電極との間に電圧が印加され、発光層に
注入されるホール（正孔）と電子との再結合に伴って発光する電流駆動型の発光素子であ
る。このように、各素子が自発光を行うため、視認性に優れる。
【０００４】
　フルカラー表示の有機ＥＬ発光パネルにおいて、このような有機ＥＬ素子が、ＲＧＢ各
色のサブピクセルを形成し、隣り合うＲＧＢのサブピクセルが合わさって一画素が形成さ
れている。
　一般に、基板上に形成された複数の有機ＥＬ素子同士は、絶縁材料からなる隔壁（バン
ク）で仕切られていて、絶縁層上の第１電極は、有機ＥＬ素子ごとに独立した電極(画素
電極)となっている。隔壁の形状は、特許文献１に記載されているように、格子状（ボッ
クス状）とストライプ状とがあり、基板上に配列された複数の第１電極同士の間に隔壁が
配置されている。
【０００５】
　第１電極の上に機能層を形成する方法の一つとして、基板上に隔壁を形成しておいて、
機能層を構成する正孔輸送層、電子ブロック層、発光層等の材料及びインク溶媒を含む溶
液を、インクジェット等で塗布するウェット方式がある（例えば、特許文献１）。このウ
ェット方式によれば、大型のパネルの製造において、材料利用効率が良い点、または真空
装置が不要な点などからコストを抑えることができると考えられている。
【０００６】
　隔壁が格子状（ボックス状）の場合、画素単位でインクが塗布されることにより、塗布
量のばらつきに起因し、画素単位毎に機能層の膜厚がばらつくことがある。そこで、スト
ライプ状の隔壁では、同じストライプ内での塗布量のばらつきを抑制することで、同じス
トライプ内での機能層の膜厚のばらつきを抑えられることが特許文献１に記載されている
。
【０００７】
　また特許文献１には、第１電極同士が隣接する箇所を画素規制層で覆い、この画素規制
層の上を覆うように機能層を形成することも開示されている。なお、「隔壁」と「画素規
制層」とは、隣接する画素を仕切る点で似ているが、隔壁は隣接する画素の機能層同士を
分離する機能があるのに対して、画素規制層にはそのような機能層同士を分離する機能は
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－９０９１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここで、発光素子の第１電極の縁端領域において、隔壁又は画素規制層と第１電極とが
重なる領域を有しない場合、異常に発光するエッジ発光が生じることがある。特に、第１
電極が画素電極の場合、その画素電極のエッジ部分（画素電極がテーパを有する場合、画
素電極の平坦部と傾斜部の境）で発光層が局所的に薄くなる（図９において符号Ａで示す
部分）。その結果、その薄くなった領域に電流が集中して流れることにより、エッジ発光
が生じることがある。隔壁が格子状の場合は、第１電極の縁端部を全体的に隔壁で覆うこ
とによって上記エッジ発光を抑えることができる場合もある。しかしながら、隔壁がスト
ライプ状の場合は、第１電極の縁端部の中で、隔壁で覆われない箇所において上記のよう
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なエッジ発光が発生し得る。
【００１０】
　このようにエッジ発光が発生すると、画素内に輝度ムラが生じ、表示特性の悪化につな
がるため、改善することが望まれる。
　ここで、エッジ発光を抑制するには、第１電極の縁端部を絶縁層などで覆うことも有効
であるが、新たに絶縁層を設けると、製造工程において、その絶縁層をパターン形成する
必要もあり、製造上の負担となる。
【００１１】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、基板と、基板の上に設けられた絶縁
層と、絶縁層の上に設けられた第１電極と、第１電極上に設けられた機能層と、機能層を
介して第１電極に対向して設けられた第２電極と、を備える発光素子において、その製造
上の負担を増やすことなく、エッジ発光を抑えることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様における発光素子は、基板と、当該基板の
上に設けられた絶縁層と、当該絶縁層の上に設けられた第１電極と、当該第１電極上に設
けられた機能層と、機能層を介して第１電極に対向して設けられた第２電極と、を含み、
機能層における第１電極と第２電極で挟まれた領域は、中央部と当該中央部の外側にある
周辺部とを有し、機能層の中央部は、第１電極と第２電極との間に電圧を印加するときに
発光する膜厚で平坦に形成され、機能層において、第１電極と第２電極との間に電圧印加
する際の発光強度が中央部における発光強度の１／２となる膜厚をＤとするとき、周辺部
では、機能層の膜厚が、中央部側から外方に向かってＤになるまで増加し、機能層の膜厚
がＤになる箇所よりも外側では、第１電極と前記機能層とが重なる領域の縁端に到るまで
機能層の膜厚が常にＤ以上であるように設定し、前記絶縁層には、前記周辺部が存在する
領域に、前記基板に対して傾斜する傾斜面が形成され、前記第１電極は、前記傾斜面上に
沿って設けられた電極傾斜部分を有する。
【００１３】
　ここで、「機能層の中央部が平坦に形成されている」というのは、機能層の中央部では
膜厚が全体的にほぼ一定であることを意味する。すなわち機能層の中央部の中で領域ごと
に膜厚の変動がある程度あっても、周辺部と比べてその変動幅は小さいことを意味する。
　これに対して機能層の周辺部では、上記のように膜厚が中央部側から外方に向かって大
きくなっている。
【発明の効果】
【００１４】
　上記態様の発光素子において、機能層における第１電極と第２電極とで挟まれた領域は
、第１電極と第２電極との間に電圧を印加するとき、電界がかかり電流が流れる領域であ
る。ここで、その中央部は膜厚が平坦であって、発光する領域に含まれる。また周辺部は
、中央部側から外方に向かって、機能層の膜厚が増加しているので、第１電極と第２電極
との間に電圧を印加するときの発光強度が外側で低下し、中央部側は発光領域、膜厚Ｄと
なる箇所の外側では、常に発光強度が中央部における発光強度の１／２以下の非発光領域
となる。
【００１５】
　従って、電極の縁端部を絶縁層などで覆わなくても、周辺部の縁端部側には縁端に到る
まで非発光領域となるので、エッジ発光が抑制され、製造工程の負担が増えることもない
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施の形態１に係る表示パネル１００の構成を模式的に示す断面図である。
【図２】表示パネル１００の概略構成を示す斜視図である。
【図３】表示パネル１００におけるコンタクトホールの近傍を拡大した部分斜視図である
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。
【図４】表示パネル１００における有機ＥＬ素子２０のＹ－Ｚ断面構造を模式的に示す図
、並びに機能層７の膜厚及び発光量の分布を示す図である。
【図５】表示パネル１００の製造方法を説明するための図である。
【図６】変形例にかかる表示パネル１００の構成を示す断面図である。
【図７】実施の形態にかかる表示装置２００の全体構成を示す図である。
【図８】表示装置２００を用いたテレビシステムの一例を示す外観形状である。
【図９】従来例にかかる有機ＥＬ素子において、エッジ発光が生ずる機構を説明する図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　＜本発明に到った経緯＞
　発光素子のエッジ発光を抑える方法としては、例えば、特許文献１に開示されているよ
うに、ライン状の隔壁に沿って並ぶ画素電極同士が隣接する箇所を画素規制層で覆うこと
も有効と考えられる。
　しかし、画素規制層を基板上に形成するには、画素規制層の材料で成膜する成膜工程と
、形成した膜をパターニングする工程が必要となり製造工程が増えることになる。従って
、このような画素規制層を形成する工程を設けることなく、エッジ発光を抑えることが望
まれる。
【００１８】
　そのような背景のもとで、本発明者は、機能層における第１電極と第２電極とに挟まれ
た領域の周辺部で、機能層の膜厚を漸次大きくすることによって、周辺部の外端部に近い
ところの発光強度を低下させて非発光領域にできることを見出し、本発明に到った。
　なお、本発明では、機能層において、発光量が、中央部における発光強度の１／２とな
る膜厚Ｄを基準とし、有機ＥＬ素子において、発光量が本来の素子の発光量に対して発光
強度が１／２以下となる領域を「非発光領域」とみなしている。
【００１９】
　＜発明の態様＞
　本発明の一態様における表示素子においては、基板と、当該基板の上に設けられた絶縁
層と、当該絶縁層の上に設けられた第１電極と、当該第１電極上に設けられた機能層と、
機能層を介して第１電極に対向して設けられた第２電極と、を含み、機能層における第１
電極と第２電極で挟まれた領域は、中央部と当該中央部の外側にある周辺部とを有し、機
能層の中央部は、第１電極と第２電極との間に電圧を印加するときに発光する膜厚で平坦
に形成され、機能層において、第１電極と第２電極との間に電圧印加する際の発光強度が
中央部における発光強度の１／２となる膜厚をＤとするとき、周辺部では、機能層の膜厚
が、中央部側から外方に向かってＤになるまで増加し、機能層の膜厚がＤになる箇所より
も外側では、第１電極と前記機能層とが重なる領域の縁端に到るまで機能層の膜厚が常に
Ｄ以上であるように設定した。なお、機能層は、発光層だけで形成してもよいし、発光層
とホール輸送層などを積層して形成してもよい。
【００２０】
　上記態様の発光素子において、機能層における第１電極と第２電極とで挟まれた領域は
、第１電極と第２電極との間に電圧を印加するとき、第１電極と第２電極との間に電界が
かかり電流が流れる領域である。ここで、その中央部は膜厚が平坦であって、その膜厚は
発光するように薄く形成されているので、中央部は発光領域に含まれる。一方、周辺部は
、中央部側から外方に向かって、機能層の膜厚が増加しているので、第１電極と第２電極
との間に電圧を印加するときの発光強度が外側で低下し、中央部側は発光領域、膜厚Ｄと
なる箇所の外側では、常に発光強度が中央部における発光強度の１／２以下の非発光領域
となる。
【００２１】
　従って、電極の縁端部を絶縁層などで覆わなくても、周辺部の縁端部側には縁端に到る
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まで機能層の膜厚が薄くなる部分が存在せず、非発光領域となるので、エッジ発光が抑制
される。また、エッジ発光を抑えるための画素規制層を形成する必要もないので、製造工
程の負担が増えることもない。
　なお、機能層において、第１電極と第２電極との間に電圧印加する際の発光強度が中央
部における発光強度の１／２となる膜厚は、中央部の平均膜厚のほぼ2倍である。すなわ
ち、中央部の平均膜厚は、ほぼDの１／２である。
【００２２】
　上記表示素子において、以下のようにしてもよい。
　上記機能層の周辺部において、中央部側から外方に向かって、機能層の膜厚を単調増加
させれば、中央部側から外方に向かって発光強度が漸次低下し、発光領域から非発光領域
に漸次移行する。
　ここで「中央部側から外方に向かって膜厚が単調増加する」というのは、「中央部側か
ら外方に向かって膜厚は減少する部分がない」こと、すなわち機能層上の位置ｘ１におけ
る膜厚ｄ（ｘ１）と、位置ｘ1よりも外側にある位置ｘ2における膜厚ｄ（ｘ２）とが、ｄ
（ｘ１）≦ｄ（ｘ２）の関係にあることを意味している。ただし、平坦な基板上に形成し
た場合においても生じてしまう膜厚ムラは、誤差の範囲内とし、その誤差の範囲とは、膜
厚に対して１０％以内である。なお、ここでいう膜厚は設定された膜厚、または平均膜厚
のことである。
【００２３】
　また、本発明の一態様における表示パネルにおいては、基板と、当該基板の上に設けら
れた絶縁層と、当該絶縁層の表面に沿って一方向に列設された複数の第１電極と、列設さ
れた複数の第１電極の両側に沿って設けられた一対のライン隔壁と、１対のライン隔壁間
において複数の第１電極上に設けられた機能層と、機能層を介して複数の第１電極に対向
して設けられた第２電極と、を含み、機能層における前記各第１電極と第２電極で挟まれ
た各領域は、一方向における中央部と当該中央部の両外側にある周辺部とを有し、機能層
の中央部は、第１電極と前記第２電極との間に電圧を印加するときに発光する膜厚で平坦
に形成され、機能層において、第１電極と前記第２電極との間に電圧印加する際の発光強
度が中央部における発光強度の１／２となる膜厚をＤとするとき、周辺部では、機能層の
膜厚が、中央部側から外方に向かってＤになるまで増加し、膜厚がＤになる箇所よりも外
側では、第１電極と前記機能層とが重なる領域の縁端に到るまで記機能層の膜厚は常にＤ
以上であるように設定した。
【００２４】
　この態様の発光パネルにおいても、上記発光素子と同様に、電極の縁端部を絶縁層など
で覆わなくても、周辺部の縁端部側には縁端に到るまで非発光領域が形成され、機能層に
おける第１電極と第２電極で挟まれた領域の縁端部におけるエッジ発光が抑制され、製造
工程の負担が増えることもない。
　この発光パネルにおいて、絶縁層には、周辺部が存在する領域に、基板に対して傾斜す
る傾斜面を形成し、第１電極が、傾斜面上に沿って設けられた電極傾斜部分を有するよう
にしてもよい。
【００２５】
　さらに、この発光パネルにおいて、絶縁層に、各第１電極とＴＦＴとを接続するための
窪みであるコンタクトホールを形成した場合、コンタクトホールの側壁面をテーパ状に傾
斜させて、各第１電極は、両縁端の各々が対応するコンタクトホールの側壁面の上に存在
するようにしてもよい。
　これによって、機能層をウェット方式で形成するときに、周辺部における機能層の膜厚
を上記のように設定することが容易にできる。
【００２６】
　ここで、コンタクトホールには、ライン隔壁を形成する材料と同じ材料を埋め込んでも
よい。
　それによって、機能層をウェット方式で形成するときに、コンタクトホール内に塗布す
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るインク量が少なくても、コンタクトホールにインクが充満するので、レベリングが良好
になる。また、コンタクトホール内への上記ライン隔壁材料の埋め込みは、ライン隔壁を
形成する工程において同時に行うことができるので、工程が増えることもない。
【００２７】
　＜実施の形態＞
　[表示パネル１００の全体構成]
　表示パネル１００は、有機材料の電界発光現象を利用した有機ＥＬパネルである。
　図１（ａ）は、表示パネル１００の構成を模式的に示す部分断面図、図１（ｂ）は表示
パネル１００の部分平面図である。図２は、表示パネル１００の概略構成を示す斜視図で
ある。
【００２８】
　表示パネル１００は、基板４上に複数の有機ＥＬ素子２０が形成されたトップエミッシ
ョン型である。図１（ａ）は、配列された有機ＥＬ素子２０…を縦方向（Ｙ方向）に切断
した断面を示している。
　図１（ｂ）に示すように、この表示パネル１００において、青色のサブピクセルを形成
する有機ＥＬ素子２０ａ，緑色のサブピクセルを形成する有機ＥＬ素子２０ｂ，赤色のサ
ブピクセルを形成する有機ＥＬ素子２０ｃが、横・縦方向（Ｘ－Ｙ方向）にマトリック状
に配列されている。
【００２９】
　同じ色の有機ＥＬ素子２０は縦方向（Ｙ方向）にライン状に配列されている。そして、
横方向（Ｘ方向）に隣接する３つの有機ＥＬ素子２０ａ，２０ｂ，２０ｃで一画素が形成
される。
　各有機ＥＬ素子２０には、１つの陽極板５が配置されている。各陽極板５は縦方向に長
い矩形状であって、層間絶縁膜３上において各サブピクセルに相当する領域に形成されて
いる。従って、表示パネル１００において、色ごとに複数の陽極板５が、縦方向（Ｙ方向
）に間隔をあけて列設されている。
【００３０】
　図１（ｂ）において、斜線で塗り潰した領域は陽極板５を示している。
　そして、縦方向に列設された複数の陽極板５の両側に沿って、ライン状の隔壁６が形成
されている。
　表示パネル１００における各層の積層構造について、図１（ａ）に示す。
　ＴＦＴ基板１は、ベース基板の主面上に、各有機ＥＬ素子２０ａ～２０ｃをアクティブ
マトリクス方式で駆動するためのＴＦＴ及び配線（図示せず）などからなる。そのＴＦＴ
は、陽極５に電流を供給する電極（ソース―ドレイン電極）２を含んでいる。
【００３１】
　ＴＦＴ基板１におけるＴＦＴの層の上に、層間絶縁膜３が形成されている。なお、図１
（ａ）において、ＴＦＴや配線は図示せず、ＴＦＴのＳＤ電極２だけ図示している。
　ＴＦＴ基板１のベースとなる基板は、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス
、燐酸系ガラス、硼酸系ガラス、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネ
ート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコーン系樹脂、又はア
ルミナ等の絶縁性材料で形成されている。
【００３２】
　層間絶縁膜３は、絶縁性に優れる有機材料、例えばポリイミド、ポリアミド、アクリル
、シロキサン系樹脂材料からなり、ＴＦＴ基板１の上記ＴＦＴ層を全体的に被覆している
。
　基板４は、ＴＦＴ基板１に層間絶縁膜３が形成されたものであって、この基板４の上に
、陽極板５及び隔壁６が形成され、陽極板５上に、機能層７（ホール輸送層７ａ、発光層
７ｂ）、陰極層８、封止層９が順に積層されて、有機ＥＬ素子２０ａ、２０ｂ、２０ｃが
形成されている。
【００３３】
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　なお、図１（ｂ），図２においては、機能層７、陰極層８、封止層９を省略している。
　[陽極板５，隔壁６、機能層７の構成]
　陽極板５は、光反射性を有していることが好ましく、Ａｇ（銀）の他、例えば、Ａｌ（
アルミニウム）またはＡｌ合金、ＡＰＣ（銀－パラジウム－銅の合金）、ＡＲＡ（銀－ル
ビジウム－金の合金）、ＭｏＣｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＮｉＣｒ（ニッケルと
クロムの合金）等の金属材料をベースとする。そして、その金属層の上面には、無機系材
料であるモリブデン、タングステン、ニッケル、クロム又はこれら金属の合金の酸化物、
もしくは有機系材料であるＰＥＤＯＴなどの材料で、ホール注入層が形成されている。
【００３４】
　隔壁６は、絶縁性の有機材料（例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラッ
ク型フェノール樹脂等）からなり、少なくとも表面が撥液性を持つように形成されている
。なお、隔壁６に撥液性を持たせる手法として、上記有機材料のうち撥液性を有する材料
を用いる方法と、撥液性を有しない材料を用いて隔壁６を形成した後、フッ素プラズマ等
の表面処理を施す方法とがある。各隔壁６は、隣接する有機ＥＬ素子２０ａ，２０ｂ，２
０ｃ同士の間を通過するように縦方向（Ｙ方向）に長いライン状であって、複数の隔壁６
の横方向（Ｘ方向）のピッチは等ピッチである。
【００３５】
　各隔壁６の横方向（Ｘ方向）の隔壁幅は均一である。各隔壁６は、縦方向に列設された
複数の陽極板５の両側の縁端部、すなわち陽極板５の縦方向（Ｙ方向）に伸長する縁端部
を覆うように形成されている。
　隣接する隔壁６同士で挟まれた領域に、陽極板５の上を覆うように機能層７が形成され
ている。この機能層７は、上記の陽極板５の直上に配設されたホール注入層（不図示）と
、ホール輸送層７ａと、ホール輸送層７ａの上に配設された発光層７ｂからなる。
【００３６】
　ホール輸送層７ａの材料の具体例としては、４，４’－ビス［Ｎ－（ナフチル）－Ｎ－
フェニル－アミノ］ビフェニル（α－ＮＰＢまたはα－ＮＰＤ）、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－
メチルフェニル）－（１，１’－ビフェニル）－４，４’－ジアミン（ＴＰＤ）などのト
リアリールアミン系化合物を挙げることができる。
　なお、陽極板５、ホール輸送層７ａは、３色の有機ＥＬ素子２０ａ，２０ｂ，２０ｃで
共通の材料が用いられている構成を好適としている。しかしながら、これに限定されるこ
とはなく、陽極板５、ホール輸送層７ａは、３色の有機ＥＬ素子２０ａ，２０ｂ，２０ｃ
で共通の材料でなくてもよい。発光層７ｂは、３色の有機ＥＬ素子２０ａ，２０ｂ，２０
ｃで、青色，緑色，赤色を発光する発光材料で形成されている。
【００３７】
　発光層７ｂの材料としては、例えば、オキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン
化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン
化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化
合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノ
ロン化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミ
ン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチル
ベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメ
チレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリ
リウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合
物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、アン
スラセン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、８－ヒドロキシキノリン化合物の
金属錯体、２－ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とＩＩＩ族金属との錯体、オキシ
ン金属錯体、希土類錯体等の蛍光物質等を挙げることができる。
【００３８】
　陰極層８は、光透過性の材料、例えばＩＴＯ、ＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）等で形成
され、３色の有機ＥＬ素子２０ａ，２０ｂ，２０ｃの発光層７ｂを覆うように形成されて
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いる。
　陰極層８の上には、封止層９が設けられている。この封止層９は、例えばＳｉＮ（窒化
シリコン）、ＳｉＯＮ（酸窒化シリコン）等の光透過性の材料で形成される。
【００３９】
　このような構成の表示パネル１００では、各有機ＥＬ素子２０ａ，２０ｂ，２０ｃにお
いて、機能層７が、陽極板５と陰極層８との間に介在している。
　[層間絶縁膜３，陽極板５，機能層７の形状]
　上記表示パネル１００における層間絶縁膜３，陽極板５，機能層７の特徴について詳細
に説明する。
【００４０】
　層間絶縁膜３は、パネル全体にわたって表面が平坦な膜であるが、陽極板５同士が縦方
向（Ｙ方向）に隣接する箇所、すなわち隣接する有機ＥＬ素子２０同士の間には、コンタ
クトホール１５が形成されている。
　各コンタクトホール１５は、各有機ＥＬ素子２０に対応してＴＦＴ基板１に設けられた
ＴＦＴと陽極板５とを電気接続するためのものである。
【００４１】
　図３は、表示パネル１００におけるコンタクトホール１５の近傍を拡大した部分斜視図
である。当図において、機能層７，陰極層８などは省略している。
　図３に示すように、コンタクトホール１５は、図１（ｂ）に示すようにその開口部が矩
形状であって、図１（ａ），図３に示すように、その内壁面が順テーパ状に傾斜した傾斜
面１５ａ，１５ｃであって、底面１５ｂよりも開口側で孔径の大きい角錐台形状となって
いる。コンタクトホール１５の底面１５ｂは、ＴＦＴのＳＤ電極２に面している。
【００４２】
　傾斜面１５ａ，１５ｃのＴＦＴ基板１に対する傾斜角度α1，α2は、９０°未満の順テ
ーパであればよく、傾斜角度α1，α2は２０°～４５°程度であることが好適である。
　陽極板５は、縦方向（Ｙ方向）の中央部分にある中央部５１と、当該中央部５１から縦
方向（Ｙ方向）の一方に伸長する部分（傾斜部５２及び端部５３）と他方に伸長する部分
（傾斜部５４）とを有している。
【００４３】
　一方の傾斜部５２は、コンタクトホール１５の傾斜面１５ａに沿って形成され、それに
続く端部５３は、コンタクトホール１５の底面１５ｂで、対応するＴＦＴのＳＤ電極２と
接続され、それによって陽極板５とＳＤ電極２との電気接続がなされている。
　そして、端部５３の縁端は、コンタクトホール１５の中に存在している。
　他方の傾斜部５４は、隣のコンタクトホール１５の傾斜面１５ｃに沿って形成されてい
るが、ＳＤ電極２には接続されていない。
【００４４】
　そして、傾斜部５４の縁端も、コンタクトホール１５の中に存在している。
　コンタクトホール１５は、上記のように平面視で矩形状に形成されているので、傾斜面
１５ａ，１５ｃ及び底面１５ｂの形状も矩形状であり、それによって、陽極板５における
傾斜部５２，端部５３及び傾斜部５４の幅を確保することができる。
　なお、コンタクトホール１５の形状は、平面視で矩形以外、例えば、楕円形、円形など
の形状であってもよいが、その場合、コンタクトホール１５の底面側で傾斜面１５ａ，１
５ｃの幅は狭くなる。
【００４５】
　機能層７は、上記のような形状の陽極板５の上に湿式法で形成され、機能層７の厚みは
縦方向（Ｙ方向）において以下のように設定されている。
　図４は、表示パネル１００における有機ＥＬ素子２０のＹ－Ｚ断面構造を模式的に示す
図、及び機能層７の膜厚、発光量を示す図である。
　図４を参照しながら、機能層７の形状及び機能について説明する。
【００４６】
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　上記のように機能層７は、陽極板５と陰極層８との間に配置している。
　１つの有機ＥＬ素子２０には、機能層７が１つの陽極板５と陰極層８とで挟まれた１つ
の領域７０が存在している。この領域７０は、陽極板５と陰極層８との間に電圧印加がさ
れると、電圧が加わる領域である。
　この１つの領域７０の中には、機能層７が陽極板５の中央部５１（ＴＦＴ基板１と平行
な平坦部分）と接触している中央部７１と、上記中央部７１を縦方向に挟んで一方に周辺
部７２、他方に周辺部７３が存在する。
【００４７】
　一方の周辺部７２は、陽極板５の傾斜部５２及び端部５３に接触している部分であり、
他方の周辺部７３は、陽極板５の傾斜部５４に接触している部分である。
　機能層７の中央部７１における膜厚は平坦である。すなわち中央部７１の中で領域ごと
に膜厚に多少の変動があっても、中央部７１の全体で膜厚ｄ１は略一定に保たれている。
　また、中央部７１における平均膜厚ｄ１は、駆動時に陽極板５と陰極層８との間に電圧
が印加されるときに発光するだけの電流が流れるように、比較的小さい膜厚である。
【００４８】
　一方、周辺部７２において、傾斜部５２に接する機能層７の膜厚は、中央部７１側から
外側（矢印Ｙと反対方向）にかけて漸次増加して中央部７１における膜厚ｄ1のおよそ２
倍以上となっている。
　図４中における点Ｐ１は、機能層７の膜厚ｄ2が、中央部７１における機能層７の平均
膜厚ｄ１の２倍となっている点である。この点Ｐ１は、発光強度が中央部７１における発
光強度のとなる点、即ち膜厚がおよそ中央部７１の平均膜厚ｄ１の２倍になる点に相当す
る。
【００４９】
　駆動時において陽極板５と陰極層８との間に電圧が印加されると、陽極板５と陰極層８
とで挟まれた領域７０の中で、膜厚が大きい箇所で電流密度が小さくなり、発光強度も小
さくなる。これは、機能層７における発光強度（面積当たりの発光量）が、電流密度にほ
ぼ比例し、この電流密度は機能層７の膜厚に逆相関するからである。
　また周辺部７２において、陽極板５の端部５３に接する部分の膜厚は、常に、中央部７
１における膜厚ｄ1のおよそ２倍以上であって、陽極板５の縁端部５５における機能層７
の膜厚ｄ3も膜厚ｄ1のおよそ２倍以上である。
【００５０】
　従って、表示パネル１００の駆動時において、陽極板５と陰極層８との間に電圧が印加
されると、周辺部７２において、傾斜部５２と接する領域では、中央部７１側よりも外側
（矢印Ｙと反対方向）で発光強度が小さくなり、点Ｐ1より外側の領域はすべて発光強度
が中央部７１における発光強度の１／２以下の非発光領域となる。
　一方、周辺部７３においても、陽極板５の傾斜部５４に接する機能層７の膜厚ｄ4は、
中央部７１側から外側（矢印Ｙ方向）にかけて漸次増加している。
【００５１】
　そして、陽極板５の縁端部５６上での機能層７の膜厚は、中央部７１における機能層７
の膜厚ｄ1の２倍以上となっている。
　図４中、点Ｐ2は、機能層７の膜厚ｄ4が、中央部７１における機能層７の膜厚ｄ1の２
倍となっている点、すなわち、発光強度が中央部７１における発光強度の１／２となる点
（発光領域と非発光領域との境界）、即ち膜厚がおよそ平均膜厚ｄ１の２倍になる点に相
当する。
【００５２】
　この周辺部７３においても、傾斜部５４と接する領域で、中央部７１側から外方（矢印
Ｙ方向）に向かって発光強度が小さくなり、点Ｐ2より外側では常に、発光強度が中央部
７１における発光強度の１／２以下の非発光領域となる。
　なお、上記内容から明らかであるが、周辺部７２において、中央部７１における機能層
７の平均膜厚ｄ１と、発光領域から非発光領域となる境界（点Ｐ1）における機能層７の
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膜厚ｄ2と、縁端部５５における機能層７の膜厚ｄ3とは、ｄ１＜ｄ２＜ｄ３の関係となる
。また、中央部７１における機能層７の平均膜厚ｄ１と、発光領域から非発光領域となる
境界（点Ｐ2）における機能層７の膜厚ｄ4と、外側の縁端部５６における機能層７の膜厚
ｄ5とは、ｄ１＜ｄ4＜ｄ5の関係となる。
【００５３】
　[表示パネル１００による効果]
　まず従来例にかかる有機ＥＬ素子において、エッジ発光が生ずる機構について、図９を
参照しながら説明する。当図は、表示パネルを画素電極が列設された方向（縦方向）に切
断した断面を示している。
　図９に示す例では、層間絶縁膜１０３上に画素電極である陽極板１０５が形成され、陽
極板１０５を覆うように、機能層１０７（ホール輸送層１０７ａ、発光層１０７ｂなど）
、陰極層１０８が順に積層されている。この場合、陽極板１０５のエッジ部分１０５ａの
上（図中Ａで示す部分）では、機能層１０７の厚みが局所的に薄くなることがある。その
結果、陽極板１０５と陰極層１０８との間に電圧が印加されたときに機能層１０７の膜厚
が薄くなった領域に電流が集中して流れることにより、エッジ発光が生じることがある。
【００５４】
　このようなエッジ発光は、陽極板１０５同士が隣接する箇所を、絶縁材料からなる画素
規制層で覆うことによって電流の集中を抑えることができる。しかし、このような画素規
制層１１０を形成するには、画素規制層１１０の材料を成膜する成膜工程と、形成した膜
をパターニングするパターニング工程が必要となり、製造工程が増えることになる。
　これに対して、実施の形態にかかる表示パネル１００においては、上記のように縦方向
に列設された複数の陽極板５の両側に沿って、ライン状の隔壁６が形成されて、各有機Ｅ
Ｌ素子２０において、陽極板５の縁端部の中、隔壁６に沿って縦方向に伸長する縁端部、
すなわち図１（ｂ）においてＹ方向に伸長する縁端部は隔壁６で覆われるので、当該縁端
部におけるエッジ発光は隔壁６によって抑制される。
【００５５】
　そして、各陽極板５の縁端部の中、隔壁６に沿って横方向に伸長する縁端部、すなわち
図１（ｂ）においてＸ方向に伸長する縁端部は、隔壁６で覆うことはできないが、機能層
７の膜厚が上記のように設定されているので、この縁端部におけるエッジ発光は抑えられ
る。
　すなわち、機能層７は、陽極板５と陰極層８とで挟まれた領域７０において、縦方向（
Ｘ方向）に対する中央部７１が発光領域であり、周辺部７２，７３は、中央部側から外方
にかけて膜厚が漸次増加し、発光領域から非発光領域に移行している。そして、その外側
の領域は、縁端部も含めてすべて、発光領域と非発光領域との境界よりも膜厚が大きく、
非発光領域となっている。
【００５６】
　従って、陽極板５の縁端部５５，５６が存在する箇所を画素規制層などで覆わなくても
、機能層７の周辺部７２，７３にエッジ発光が発生しない。
　以上より、表示パネル１００においては、各有機ＥＬ素子２０において陽極板５の縁端
部全周にわたってエッジ発光が抑えられ、画素規制層を形成する工程を設ける必要もない
。
【００５７】
　さらに、表示パネル１００においては、機能層７の周辺部７２，７３が、コンタクトホ
ール１５の傾斜面１５ａ，１５ｃ及び底面の上に形成され、発光領域が隣接するコンタク
トホール１５同士にまたがるように形成されるので、発光領域の面積割合を大きく確保す
ることができる。
　また、表示パネル１００においては、各有機ＥＬ素子２０において、機能層７の周辺部
７２，７３において、中央部７１側から外方に向かって、機能層７の膜厚は単調増加して
いるので、中央部７１側から外方に向かって発光強度が漸次低下し、発光領域から非発光
領域に滑らかに移行する。
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【００５８】
　[表示パネル１００を用いた表示装置の構成例]
　図７は、上記表示パネル１００を用いた表示装置２００の構成を示す図である。
　表示装置２００は、表示パネル１００と、これに接続された駆動制御部１２０とから構
成されている。駆動制御部１２０は、４つの駆動回路１２１～１２４と制御回路１２５と
から構成されている。
【００５９】
　図８は、表示装置２００を用いたテレビシステムの一例を示す外観形状である。
　表示パネル１００が駆動される時には、各有機ＥＬ素子２０ａ，２０ｂ，２０ｃにおい
て、陽極板５と陰極層８との間に電圧が印加され、機能層７において、陽極板５側から供
給されるホールと陰極層８側から供給される電子とが結合して発光し、それによって表示
パネル１００全体で画像表示がなされる。
【００６０】
　[表示パネル１００の製造方法]
　表示パネル１００の製造方法について、以下に、図５を参照しながらその一例を説明す
る。
　まず、図５（ａ）に示すＴＦＴ基板１を作製し、以下のように層間絶縁膜３をパターン
形成する。
【００６１】
　層間絶縁膜３形成工程：
　ＴＦＴ基板１のＴＦＴ層を覆うように、ＴＦＴ基板１上に厚み約４μｍで層間絶縁膜３
を形成する（図５（ｂ））。このとき、層間絶縁膜３には、ＳＤ電極２上にコンタクトホ
ール１５を形成する。このようなコンタクトホール１５を有する層間絶縁膜３は、公知の
感光性有機材料（例えばシロキサン共重合型感光性ポリイミド）をスピンコートし、パタ
ーンマスクを用いたフォトリソグラフィー法でパターニングすることによって形成できる
。
【００６２】
　ここで、コンタクトホール１５の開口形状は、パターンマスクに形成された開口形状に
基づく形状に形成されるので、パターンマスクの開口形状を調整することによって、コン
タクトホール１５の開口形状も調整することができる。
　またコンタクトホール１５の傾斜面１５ａ，１５ｃの傾斜角度α1，α2は、例えば、使
用する感光性有機材料の選択、露光量の調整、使用するパターンマスクの選択、ベーク温
度の設定などによって調整することができる。
【００６３】
　この他に、一様な層間絶縁膜を形成した後、コンタクトホールを形成しようとする箇所
をエッチングで除去する方法によっても、コンタクトホール１５を形成することもできる
。
　すなわち、一様な層間絶縁膜上にフォトレジストを塗布し、フォトマスクを用いて露光
してから現像することによって、所望のレジストパターンを作成する。その後、層間絶縁
膜をウェットエッチング、または、ドライエッチングでパターニングした後、剥離液を用
いてレジストを取り除くことによって、コンタクトホール１５を形成できる。
【００６４】
　コンタクトホール１５のサイズは、一例を挙げると、コンタクトホール１５における傾
斜面１５ａ及び傾斜面１５ｃはそれぞれ、高さが約４μｍ、縦方向（Ｙ方向）の長さが約
４μｍである。また、コンタクトホール１５の底面１５ｂは、縦方向（Ｙ方向）の長さが
約８μｍである。
　このようにＴＦＴ基板１に層間絶縁膜３を形成した後、以下に説明するように、有機Ｅ
Ｌ素子を構成する各層を形成する。
【００６５】
　陽極板５、ホール注入層形成工程：



(13) JP 6019372 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

　層間絶縁膜３の上に、陽極板５の金属材料を、スパッタ法で例えば５０ｎｍ～４００ｎ
ｍの所定の厚みに薄膜成形して、ウェットエッチングでパターニングすることにより金属
電極からなる陽極板５を形成する。
　この金属電極の上に、モリブデンやタングステンの酸化物を代表的な製法（例えばスパ
ッタリング法）で成膜し、フォトリソグラフィーとウェットエッチングでパターニングし
てホール注入層を形成する。
【００６６】
　このとき金属電極層はコンタクトホール１５の中にも形成されるので、陽極板５の傾斜
部５２、端部５３、傾斜部５４がコンタクトホール１５の中に形成され、端部５３はＳＤ
電極２に接触して電気接続される（図５（ｃ））。
　隔壁６形成工程：
　隔壁材料として、例えば、感光性のレジスト材料、もしくはフッ素系やアクリル系材料
を含有するレジスト材料を、層間絶縁膜３上に塗布し、フォトリソグラフィー法でパター
ニングすることによって隔壁６を形成する。隔壁６の高さは約１μｍとする。
【００６７】
　なお、この隔壁形成工程では、次に塗布するインクに対する隔壁６の接触角を調節する
、または表面に撥液性を付与するために、プラズマ処理を施してもよい。
　機能層７形成工程：
　ホール注入層の上に、次のようにホール輸送層７ａを形成し、次に発光層７ｂを形成す
ることによって機能層７を形成する。
【００６８】
　ホール輸送層７ａを、ウェット方式で形成する（図５（ｄ））。
　すなわち、ホール輸送層７ａの材料である有機材料と溶媒を所定比率で混合してインク
を作製し、そのインクを、インクジェット方式で隣り合う隔壁６同士の間に塗布する。
　塗布されたインクは、縦方向（Ｙ方向）に配列された複数の陽極板５の上を全体的に被
覆し、コンタクトホール１５の中にも入り込み、コンタクトホール１５の中では、傾斜部
５２、５４に接する領域では、中央部側から外方にかけてインク層の厚みが漸増する。
【００６９】
　このように形成されたインク層を乾燥させることによってホール輸送層７ａが形成され
る（図５（ｅ））。その膜厚は、中央部（層間絶縁膜３の平坦面上）では均一的に薄くな
るが、周辺部の傾斜部５２に接する領域では、中央部側から外方にかけて増大する。周辺
部の傾斜部５４に接する領域でも、中央部側から外方にかけて膜厚が滑らかに増大する。
　また、乾燥後のホール輸送層７ａの厚みは、図５（ｄ）のインク塗布工程において各領
域に塗布されるインク層の厚みにほぼ比例するので、コンタクトホール１５内におけるイ
ンク層の厚みを、層間絶縁膜３上のインク層の厚みに対して２倍以上の適度な厚みとなる
ように設定すれば、乾燥後におけるホール輸送層７ａの厚みも、コンタクトホール１５内
で層間絶縁膜３上に対してほぼ２倍以上の適度な厚みとなる。
【００７０】
　例えば、０．５～１％の濃度のインクを使って、インクの膜厚を５～６μｍで塗布した
箇所では、乾燥後には５０ｎｍ～１００ｎｍ程度の膜厚が得られる。
　次に、ホール輸送層７ａの上に、ウェット方式で発光層７ｂを形成する。この工程は、
上記有機層形成工程と同様であって、発光層形成用の材料を溶解させたインクを、隣り合
う隔壁６同士の間に塗布し、乾燥することによって形成する。ただし、用いる発光層材料
は発光色ごとに異なっている。
【００７１】
　このように形成されたインク層を乾燥させることによって発光層７ｂが形成される。こ
の発光層７ｂの膜厚も、各有機ＥＬ素子２０における中央部では均一的になるが、周辺部
の傾斜部５２に接する領域では中央部側から外方にかけて膜厚が漸次増大する。周辺部の
傾斜部５４に接する領域でも、中央部側から外方にかけて膜厚が漸次増大する。
　機能層７は、上記のホール輸送層７ａと発光層７ｂとが積層されたものなので、その膜
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厚は、各有機ＥＬ素子２０における中央部７１では均一的になるが、周辺部７２の傾斜部
５２に接する領域では中央部７１側から外方にかけて膜厚が漸次大きくなり、中央部７１
における膜厚の２倍以上の適度な厚みとなる。また、周辺部７３の傾斜部５４に接する領
域でも、中央部７１側から外方にかけて膜厚が漸次大きくなり、中央部７１における膜厚
の２倍以上の適度な厚みとなる。
【００７２】
　以上ようにして機能層７をウェット方式で形成すれば、各有機ＥＬ素子２０において、
周辺部における機能層７の膜厚の設定を容易に行うことができる。
　また、層間絶縁膜３形成工程でコンタクトホール１５の傾斜面１５ａ，１５ｃを形成す
るときにテーパ角α1，α２を調整することによって、傾斜面１５ａ，１５ｃ上における
機能層７の膜厚の変化率も調整することができる。
【００７３】
　なお、ホール輸送層７ａ及び発光層７ｂを形成するインクを隔壁６同士の間に充填する
方法として、インクジェット方式の他に、ディスペンサー法、ノズルコート法、スピンコ
ート法、凹版印刷、凸版印刷等を用いてもよい。
　陰極層８、封止層９形成工程：
　次に、発光層７ｂの表面上に、ＩＴＯ、ＩＺＯ等の材料を、真空蒸着法で成膜する。こ
れにより陰極層８を形成する。さらに、陰極層８の表面上に、ＳｉＮ（窒化シリコン）、
ＳｉＯＮ（酸窒化シリコン）等の材料をＣＶＤ法、またはスパッタ法で成膜することによ
り、封止層９を形成する。
【００７４】
　以上の工程により表示パネル１００が作製される。
　[変形例など]
　（１）図６は、上記表示パネル１００の一変形例を示す断面図である。
　この表示パネルは、表示パネル１００と同様であるが、図６に示すように、コンタクト
ホール１５の底面１５ｂに、陽極板５の端部５３を覆うように、隔壁６ａを形成している
。この隔壁６ａは、隔壁６を形成する工程において、隔壁６と同じ材料をコンタクトホー
ル１５にも塗布して形成したものである。
【００７５】
　この変形例にかかる表示パネルにおいては、各有機ＥＬ素子２０における陽極板５の端
部５３上には機能層７が形成されていないが、陽極板５の傾斜部５２及び傾斜部５４の上
には機能層７が形成され、その部分の機能層７の膜厚は、中央部側から隔壁６ａに接触す
る縁端部にかけて増大し、機能層７の縁端部近傍は非発光領域となっている。
　従って、各有機ＥＬ素子２０において、機能層７における陽極板５及び陰極層８で挟ま
れた領域の端部にエッジ発光が発生しない。
【００７６】
　また、コンタクトホール１５内に隔壁６ａを設けることによって、以下の効果も奏する
。
　コンタクトホール１５の深さが深い場合（例えば４μm程度）、そのコンタクトホール
１５を覆って機能層を形成するインクを塗布すると、コンタクトホール１５の上で塗布し
たインク層の表面が凹んで、インクのレベリング性が悪くなる可能性がある。特に、粘度
の高いインクを用いて機能層７を形成する場合、レベリング性が悪くなりやすい。
【００７７】
　これに対して、コンタクトホール１５の底面上に隔壁６ａを形成しておけば、コンタク
トホール１５内に塗布するインク量が少なくても、コンタクトホール１５にインクが充満
するので、レベリングが良好になる。
　なお、隔壁６ａの形成は、隔壁６を形成する工程において同時に行うことができるので
、工程が増えることもない。
【００７８】
　（２）上記表示パネル１００では、１画素が３色のサブピクセル（３つの有機ＥＬ素子
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）で構成されていたが、１画素が１つの有機ＥＬ素子で構成される場合でも、同様に実施
可能である。
　（３）上記表示パネル１００では、陽極板５の上に、機能層７としてホール輸送層７ａ
及び発光層７ｂを形成する場合を示したが、機能層７を発光層だけで形成する場合、機能
層７を発光層と電子輸送層で形成する場合、機能層７を、ホール輸送層と発光層と電子輸
送層で形成する場合、あるいは、さらにホール注入層、ホール注入兼輸送層などが形成さ
れる場合も、各有機ＥＬ素子２０における機能層７の膜厚の形状を同様に設定することに
よって、同様の効果を奏する。
【００７９】
　（４）上記表示パネル１００では、機能層７をウェット方式で形成したが、必ずしもウ
ェット方式でなくてもよく、ウェット方式以外の方式でも、領域ごとに機能層７の膜厚を
変えて形成すればよい。
　（５）上記表示パネル１００では、各有機ＥＬ素子２０における陽極板５の傾斜部５２
及び傾斜部５４を、コンタクトホール１５内の傾斜面上に形成したが、傾斜部５２及び傾
斜部５４は、コンタクトホールでなくても、層間絶縁膜３の表面に傾斜面を形成して、そ
の上に陽極板５の傾斜部５２及び傾斜部５４を形成しても、同様に実施できる。
【００８０】
　（６）上記表示パネル１００では、層間絶縁膜３の直上にある第１電極が陽極板、機能
層を挟んで対向する第２電極が陰極層であったが、第１電極が陰極、第２電極が陽極であ
るインバーテッド構造のＥＬ素子においても、同様に実施することができる。
　（７）上記実施の形態では、基板上に、ライン状の隔壁に沿って複数の有機ＥＬ素子が
配列された有機ＥＬパネルについて示したが、隔壁を設けない場合にも適用可能であって
、機能層における第１電極と第２電極に挟まれた領域の中央部を囲む周辺部全体において
、同様に第１電極に傾斜部を形成し、機能層の膜厚を中央部側から外方にかけて増大する
よう設定することによって、周辺部全体において縁端部に非発光領域を形成してエッジ発
光を抑えることができる。
【００８１】
　また、基板上に複数のＥＬ素子が配列されている場合に限らず、１つのＥＬ素子が単独
で形成されている表示素子においても同様に実施可能であり、同様の効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明にかかる発光パネルは、携帯電話用やテレビなどのディスプレイとして適してい
る。
【符号の説明】
【００８３】
　　　　１　　ＴＦＴ基板
　　　　２　　ＳＤ電極
　　　　３　　層間絶縁膜
　　　　４　　基板
　　　　５　　陽極板
　　　　６　　隔壁
　　　　７　　機能層
　　　　７ａ　ホール輸送層
　　　　７ｂ　発光層
　　　　８　　陰極層
　　　　９　　封止層
　　　１５　　コンタクトホール
　　　１５ａ，１５ｃ　傾斜面
　　　１５ｂ　底面
　　　２０　　有機ＥＬ素子
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　　　５１　　中央部
　　　５２　　傾斜部
　　　５３　　端部
　　　５４　　傾斜部
　　　５５，５６　縁端部
　　　７０　　陽極板５と陰極層８とで挟まれた領域
　　　７１　　中央部
　　　７２，７３　周辺部
　　１００　　表示パネル

【図１】 【図２】
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